
• 晶振是电子产品最常用的元件，几乎所有的电子产品都
需要使用晶振。晶振前四大厂都是日本厂家，台湾晶技排名
第五，Vectron是美国公司，是DOVER集团一员。Rakon则是新
西兰厂家，以高精度GPS用晶振为主。加高、鸿星是台湾厂家
，技术来自日本。TEW和River是日本厂家，泰艺是台湾厂家
，Pericom以时钟IC为主要发展方向，晶振是次要业务。
MicroCrystal是瑞士厂家，以手机晶振为主。

• 晶振行业在2008年经历了一次衰退。出于对MEMS晶振和
全硅晶振的恐惧，导致了石英晶振市场激烈的价格战。价格
战之后传统石英晶振的地位进一步得到巩固，石英晶振的高
精度使其依然有强大的生命力，而MEMS晶振和全硅晶振前景
并不明朗。

• 石英晶振的行业门槛高，且使用范围非常广泛。这使得
晶振行业在2009年并未有明显的衰退，有些厂家还取得了增
长。
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